INHALT

Bei Samsung Electronics beginnt die 7-nm-
Ara bereits 6 Monate vor dem Zieltermin

EDITORIAL
Kiinstliche Intelligenz in aller Munde 1089
AKTUELLES
Nachrichten/Verschiedenes 1093
Riickblick smt/hybrid/packaging 2018 1103
Aktueller Marktreport: MEMS wéchst weiterhin gesund 1114
Automatica 2018: Weiter positive Zeichen
von der Robotik und Automation 1117
Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1119
Neue Normen 1122
BAUELEMENTE
Die 7-nm-Halbleiterproduktion hat begonnen 1123

1090 PLUS 7/2018

VW entwickelt Rekordrenner in Rekordzeit —
mit Hilfe von Design- und Simulationstools
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Moderne Nutzentrenner arbeiten mit sehr
hoher Geschwindigkeit. Mit leistungsstarker
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Die Vernetzung von SPI, AOI/AXI und anderen Inspektionsverfahren mit
den Fertigungsprozessen gelingt dank Industry 4.0 nahtlos
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www.venteclaminates.com



INHALT

13. Silicon Saxony Day in Dresden: Der Silicon Saxony e.V. hat sich aus
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